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플라즈마는 반도체 소자 제작을 위한 식각, 증착, 세정, 표면처리, 도핑등의 다양한 공정에 널리 사용된다. 본 발표에서는 최소선폭10나노미터 이하 반도체 소자 제작의 핵심공정 중의 하나인 플라즈마 식각공정의 주요 이슈와 연구 개발 방향에 대하여 소개한다. 구체적으로는 아래의 주제를 중심으로 관련 연구 결과를 소개한다.
- 원자층 단위의 조작이 필요한 상황에서 필수적인 원자층 식각 (Atomic Layer Etching, ALE) 연구
- 반도체 식각 공정에서 발생하는 지구 온난화 물질인 불화화합물(PFC)의 대체 물질 연구
- 플라즈마 공정으로부터 얻어지는 빅데이터로부터 물리·화학적으로 의미있는 정보를 얻어내는 기계학습 연구
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